[bookmark: _Toc38367762]【芯片封测服务】采购需求
[bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc219271393]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
对智能图像处理芯片进行封装，最后完成芯片测试与可靠性试验。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  智能图像处理芯片封测服务  
（二）采购数量及计量单位：  1套     
（三）最高限价：人民币  98万  元。
（四）交付时间：合同签订后 150 天内。
（五）交付地点：  曲江校区指定地点  。
（六）付款进度安排：  货到验收合格后，按照项目的国拨经费拨款进度付款  。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.芯片封装
1) 产品类型：28nm芯片wafer；
2) 封装形式：陶瓷封装，倒装工艺、CCGA；
3) 封装数量：成品100只；
4) 质量等级：YB级； 
2.芯片测试
1) 产品类型：28nm芯片成品测试；
2) [bookmark: _GoBack]成品测试：对产品进行物理外观测试，包括不限于外部目检、密封性检查；
3) 可靠性老化筛选：需要进行100支电路产品的筛选，包括稳定性烘焙、PIND、离心试验、动态和静态老化试验、密封性检查、外部目检。
4) 可靠性摸底试验：需要根据相关标准进行A、B、C、D、E各组摸底试验。
5) 鉴定试验：包括鉴定检验的A、B、C、D、E各组试验。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：  ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供人员培训和线上技术支持。 
六、采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及《技术协议》约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及《技术协议》约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否■

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否■

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否■需提供第三方检测报告
	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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